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	客诉

	增加共用部分1~8
	战术型号印制板板材、阻焊字符、出货报告、锡厚、表面工艺、过孔工艺、翘曲度及板边COUPON的添加种类
	20230925
	803客户技术协议沈一锋2023-09-11310115军品顾客质量要求评审表


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
“*“针对战术型号印制板

1. *板材

	序号
	印制板类型
	板材
	铜箔

	1
	单、双面
	S1000
	客户无特殊要求，内层铜采用35um，如采用18um需客户同意；外层铜箔18um，完成铜厚≥35um。

	2
	多层及刚挠板的刚板
	TU-752
	

	3
	软板材料
	Ap系列
	


2. *阻焊字符
客户无要求，默认绿色阻焊，白色字符；

3. *出货报告

a、 提供板材、P片、阻焊油墨、字符油墨提供供方合格证及复检合格证（MI备注在功能检查工步中）；

b、 P片COC报告、板材COC报告、字符油墨COC报告、阻焊油墨COC报告；
c、 终检报告包含AOI测试结果（MI备注在功能检查工步中）
d、 孔电阻测试报告；

e、 可焊性测试报告；

f、 互联电阻测试报告;
g、 显微剖切测试报告

4. *有铅喷锡或无铅喷锡备注：锡厚≥1um
5. *表面工艺
客户无要求默认：有铅喷锡；除厚度≤0.8mm的印制板，采用化学镍金时，镍厚3~5um，金厚0.05~0.23um；磷含量7~10；其余如无特殊要求，不允许镀金
6. *过孔工艺

过孔设计在SMT焊盘上采用树脂塞孔+CAP电镀，CAP铜≥12um，延伸≥25um

7. *翘曲度
翘曲度≤0.5%

8. *CAM板边添加COUPOM
JPQP_coupon、HTC、HTF

预审部分
1、 表面处理：

1） 印制电路板需焊接的区域（默认除插接用的金手指区域以外）不允许采用镀金、镀镍金、化镍金、化镍钯金等带金的表面工艺处理。

2） 印制板板厚小于0.8mm且经S7AR(803所)电装中心印制板工艺王梦龙确认后方可采用镀/化（镍）金等带金的工艺生产。
2、 标记：
制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。
CAM部分

1、≥1层板，需做线电阻测试，提供互联电阻图纸;
2、内层线路补偿按下表：

	内层线路基铜
	0.5/0.5oz
	1/1oz
	2/2oz
	0.5/1oz
	0.5/2oz
	1/2oz

	补偿值
	0.8mil
	1.0mil
	1.8mil
	0.8/1.0mil
	0.5/1.8mil
	0.9/1.8mil


MI部分

1、外形前电子测试中增加低阻测试流程，类型选择：线电阻测试，并备注互联电阻测试图纸
FPC部分：
1. 刚挠板订单默认在刚挠结合处加点胶。
